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Layer# ! 2 3 4 '5 6 F 8 9 IO Comments
2 layers St &2 Lﬂwer—speed designs

G P
4 layers al G F &2 Ditfcult to maintain high signal
(2 routing) impedance and low power
. Impedance

6 layers s1 G S2 53 P 54 Lower—speed design, poor power
(4 routing) high signal impedance
6 layers 51 582 G P 83 54 Default critical signals to S2 only
(4 routing)
6 layers 51 G &2 P G 53 Default lower—speed signals to 52-53
(3 routing)
8 layers 51 82 G S3 S4 P 85 S6 Default high—speed signals to 52-53.
(6 routing) It has poor power impedance
8 layers S1 G 8§82 G P 83 G 54 Best for EMC
(4 routing)
10layers S1 G S283 G P S4 85 G S6 Best for EMC. S4 is susceptible to
(6 routing) power noise

S=signal routing layer, P=power, G=ground
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Influence of Signal Frequency
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Influence of Signal Path Length
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	PCB 설계를 통한 노이즈 대책
	1.NOISE란?불규칙한 파동에서 생기고 불유쾌한 감(感)을 일으키는 것.노이즈에 의해 전자기기가 잘못 동작하는 본질적인 요인은 회로를 구성하는 소자(素子)가               로 「직접도가 급속히
	2.노이즈 대책을 위한 사고방식▪ 내지마라                        노이즈의 발생원을 만들지 마라.      ▪ 통과시키지 마라                 노이즈를 다른 장소로 전(傳)하지 마라.
	1.노이즈 시험법EMI : Electro Magnetic Interference(전자파 장해) 전자기기에서 발생한 전자파가 다른 전자기기에 장해를 끼친다.이러한 장해를 전자파 장해(EMI : Electro Magnet
	
	2.NOISE의 종류와 시험법
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